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1.1 工艺的基本概念 

  　1. 工艺技术

  　工艺技术是人类在劳动中逐渐积累起来并经过总结的操作

技术经验,它是应用科学、生产实践及劳动技能的总和。 

　　2. 工艺管理

　　工艺管理是指从系统的观点出发,对产品制造过程的各项

工艺技术活动进行规划、组织、协调、控制及监督, 以实现安

全、 优质、高产、低消耗的既定目标。 



　　3. 电子产品工艺发展历程

　　电子产品装联工艺技术的发展经历了五个时代。 第一代: 

电子管－底座框架时代(20世纪50年代); 第二代: 晶体管－通

孔插装(THT)时代(20世纪60年代); 第三代: 集成电路[CD*2]

通孔插装时代(20世纪70年代); 第四代: 大规模集成电路－表

面安装(SMT)时代(20世纪80年代初期); 第五代: 超大规模集

成电路－多层复合贴装(MPT)时代(20世纪80年代后期)。 装联

工艺如图1－1、 图1－2和图1－3所示。 



图 1-1 通孔插装板 



图 1-2 表面安装板一 



图 1-3 表面安装板二 



1.2 电子产品设计的工作流程 

　　1. 传统电子设计工作流程

　　完成一个电子产品的设计必须经过原理设计、 初步验证

、 批量生产等几个过程。 对于电子产品设计工程师而言, 

必须保证理论设计、 初步验证两个过程完全正确, 才能将电

路设计图绘制成PCB图, 并进行下一步的生产。 
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　　2. 现代电子设计工作流程

　　随着计算机软件技术的发展及对电子器件的进一步研究, 

人们可以对各种器件进行数学建模, 借助计算机软件对其进行

分析、计算,并在计算机上仿真出近似于实际结果的数据及各

种波形。这种由软件进行验证的设计方法克服了传统方法的缺

点, 解决了传统设计和调试中存在的问题。 而且由于这种方

法可以事先排除大部分设计上的缺陷, 设计工程师就可以将大

量的精力用于设计而不是调试, 因而大大提高了设计速度, 使

新产品可以更快地推出, 为企业创造更好的经济效益。 



1.3 电子产品装配工艺过程 

　　1. 装配准备

　　1) 技术准备

　　做好技术资料的准备工作, 例如工艺文件、 必要的技术图

纸等。特别是新产品的生产技术资料, 更应准备齐全。 

　　装配人员应熟悉和理解产品的有关技术资料, 例如产品性

能、技术条件、装配图、 产品的结构特点、主要零部件的作用

及其相互连接关系、关键部件装配的注意事项及要求等。 企业

在新产品装配生产前应举办技术学习班, 对有关人员进行技术培

训。 



　　2) 生产准备

　　生产准备分为生产组织准备及装配工具和设备准备。

　　生产组织准备是指根据工艺文件确定工序步骤和装配方法, 

进行流水线作业安排、人员配备等。 

　　在电子产品的部件装配和整件装配中, 目前使用的大部分是

手工工具。 但在某些大型企业一致性要求强的产品大批量生产

的流水线上, 为了保证产品质量, 提高劳动生产率, 配备了一些

专用装配设备。 

　　常用手工装配工具有电烙铁、剪刀、斜口钳、尖嘴钳、 平

嘴钳、剥线钳、镊子、螺钉旋具(又叫起子、改锥、螺丝刀)、 螺

帽旋具(用于装拆六角螺母和螺钉)等。 
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